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4 35 R

4.4 FH ] <f QN48 (6mm x 6mm, GW1NZ-1/2)
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4 HFERA Preliminarv4.4 # % R~F QN48 (6mm x 6mm, GW1NZ-1/2)
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4 3 R}

4.5 353 K~} CS100H (4mm x 4mm)

4.5 ## R~ CS100H (4mm x 4mm)
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4 PR Preliminary

4.5 $% R~ CS100H (4mm x 4mm)

[# 4-10 #3 PCB Layout CS100H
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4 3 R}

4.6 HH R~} CG25 (1.8mm x 1.8mm)

4.6 TR R~ CG25 (1.8mm x 1.8mm)
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4 HERRT 4.7 #4E R~F FN24 (3mm x 3mm)

4.7 ¥R R~} FN24 (3mm x 3mm)
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4 HF R Preliminary 4.7 #%: R~F FN24 (3mm x 3mm)

[# 4-14 #3 PCB Layout FN24

E
L E2 J

' ‘ TOP VIEW
go
1 L

—

®
D -
D ]
D i - P EDZ igg
- - e b
L . T- e :0:40
- 5 Tozo

g

UG843-1.8.2 27(28)




4 35 R

4.8 #% R~ CS42

4.8 TR R~ CS42
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TBD

[# 4-16 #3 PCB Layout CS42
TBD

UG843-1.8.2

28(28)




GOWINSE

BEREBE TR KRR




	免责声明
	版本信息
	目录
	图目录
	表目录
	1 关于本手册
	1.1 手册内容
	1.2 相关文档
	1.3 术语、缩略语
	1.4 技术支持与反馈

	2 概述
	2.1 无铅封装
	2.2 封装和最大用户I/O信息
	2.3 电源管脚
	2.4 管脚数目
	2.4.1 GW1NZ-1器件管脚数目
	2.4.2 GW1NZ-2器件管脚数目

	2.5 I/O BANK说明

	3 管脚分布示意图
	3.1 GW1NZ-1器件管脚分布示意图
	3.1.1 CS16管脚分布示意图
	3.1.2 FN32管脚分布示意图
	3.1.3 FN32F管脚分布示意图
	3.1.4 QN48管脚分布示意图
	3.1.5 CG25管脚分布示意图
	3.1.6 FN24管脚分布示意图

	3.2 GW1NZ-2器件管脚分布示意图
	3.2.1 QN48管脚分布示意图
	3.2.2 CS100H管脚分布示意图
	3.2.3 CS42管脚分布示意图


	4 封装尺寸
	4.1 封装尺寸CS16 (1.8mm x 1.8mm)
	4.2 封装尺寸FN32 (4mm x 4mm)
	4.3 封装尺寸FN32F (4mm x 4mm)
	4.4 封装尺寸QN48 (6mm x 6mm, GW1NZ-1/2)
	4.5 封装尺寸CS100H (4mm x 4mm)
	4.6 封装尺寸CG25 (1.8mm x 1.8mm)
	4.7 封装尺寸FN24 (3mm x 3mm)
	4.8 封装尺寸CS42




